Levytéiden Kon-15.135 tentti / 15.12.2006

Vastaa tiydellisin lausein selvilld kasialalla. Kirjoita vastauspaperiisi milloin
osallistuit pakolliseen demonstraatioon.

1.

Levytdissi kdytettdvien materiaalien (ohutlevyt, karkeat levyt, profiilit)
varastoiminen ja varaston sekd tuotannon vilinen kasittely.

Vertaile ohutlevyjen laserleikkausta ja levytyokeskuksella
nakertamista/meistdmistd eri nakGkulmista. Mita hyotyid on
yhdistelmikoneesta ja milloin se on hyvi valinta?

Selosta yleisimmiit levyntaivutusmenetelmiit ja -koneet? Mitki niistd voidaan
automatisoida ja miten?

Andt- b G
Putkien katkaisu- ja taivutusmenetelmét?

Selitd lyhyesti:

- EN AW 6082 / AlSiMgIMn
- tyyny

- plasmaleikkaus

- index-tool

- fosfatointi



